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Rohgehäuse: Aluminium, Fa. Hammond Manufacturing Modell Eddystone 26908PSLA (RS-Components # 343-9912)

Verteilerknoten "Sixfoldnode": Platine im Aluminiumgehäuse

R 1,5 mm

Signal node "Sixfoldnode": Board in aluminium chassis

Scheme for adding lid with board underneath

Touch point
Lemo holes

Touch point
inner shell at
Lemo side
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Deckeldichtkante
auf Innenseite 10mm
nach innen abschleifen.

Remove sealing border
at inner side 10 mm to
middle!
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Buchsen stehen beidseitig über Gehäusefront hinaus: Paltinen Einbringung erfordert Einkippen nach obigen Schema.
Öffnen erfordert umgekehrte Verfahren (4. -> 1.):erster Schritt ist dann ein tieferes Ausfahren in Richtung der 6 Lemobuchsen,
um dann den großen Sub-D-Stecker an der Gehäuse Innenwand vorbei schwenken zu können.
Dieses erfordert die Entfernung der Deckeldichkante auf deieser Seite!

Opening as shown in   3   is only possible along light green arrow path if sealing border at inner
lid side has been miled away!
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Aufsicht Deckel
123

4
Deckel aufgesetzt

Deckel parallel Gehäuse
Lid parallel chassis

Deckel in Lemolöcher eingekippt
Lid tilt into Lemo holes

Annäherungslage
Approach position
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